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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】耐衝撃性が向上したディスク装置を提供する。
【解決手段】ディスク装置は、磁気ディスク１２と、ロ
ードビーム２７と、フレキシャ２８と、ヘッドユニット
２９と、第１の制限部である凸部７５を備える。ロード
ビームは、磁気ディスクに向く第１の面を有する。フレ
キシャは、第１の面に取り付けられる。ヘッドユニット
は、フレキシャに取り付けられるとともに磁気ディスク
に対して情報を読み書きするよう構成された磁気ヘッド
３１と、磁気ヘッドに取り付けられるとともに磁気ディ
スクを加熱するよう構成された加熱装置であるレーザユ
ニット３２とを有する。第１の制限部は、ヘッドユニッ
トに設けられ、磁気ヘッドが第１の面から第１の距離ま
で離間した場合にロードビーム及びフレキシャのうち少
なくとも一方に当接する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気ディスクと、
　前記磁気ディスクに向く第１の面を有するロードビームと、
　前記第１の面に取り付けられるフレキシャと、
　前記フレキシャに取り付けられるとともに前記磁気ディスクに対して情報を読み書きす
るよう構成された磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドに取り付けられるとともに前記磁気ディ
スクを加熱するよう構成された加熱装置と、を有するヘッドユニットと、
　前記ヘッドユニットに設けられ、前記磁気ヘッドが前記第１の面から第１の距離まで離
間した場合に前記ロードビーム及び前記フレキシャのうち少なくとも一方に当接する、第
１の制限部と、
　を具備するディスク装置。
【請求項２】
　前記ロードビームは、前記第１の面の反対側に位置する第２の面を有し、前記第１の面
と前記第２の面とで開口する孔が設けられ、
　前記フレキシャは、前記第１の面に向く第３の面を有し、
　前記加熱装置は、前記孔を通るように前記磁気ヘッドに取り付けられ、
　前記第１の制限部は、前記加熱装置に設けられ、前記第２の面及び前記第３の面のうち
少なくとも一方を部分的に覆う、
　請求項１のディスク装置。
【請求項３】
　前記加熱装置は、外殻と、前記外殻に収容されるとともに前記磁気ディスクに光を照射
するよう構成された光学装置と、を有し、
　前記第１の制限部は、前記外殻から突出する、
　請求項２のディスク装置。
【請求項４】
　前記第１の制限部は、前記外殻から前記第１の面に沿う第１の方向に突出し、
　前記第１の方向において、前記加熱装置及び前記第１の制限部の長さの合計は、前記孔
の長さよりも短い、
　請求項３のディスク装置。
【請求項５】
　前記第１の制限部は、前記外殻から前記第１の面に沿う第１の方向に突出し、
　前記第１の方向において、前記加熱装置及び前記第１の制限部の長さの合計は前記孔の
長さよりも長く、且つ前記加熱装置の長さは前記孔の長さよりも短い、
　請求項３のディスク装置。
【請求項６】
　前記加熱装置は、外殻と、前記外殻に収容されるとともに前記磁気ディスクに光を照射
するよう構成された光学装置と、を有し、
　前記第１の制限部は、前記外殻に取り付けられる、
　請求項２のディスク装置。
【請求項７】
　前記第１の制限部は、前記第２の面を部分的に覆い、前記磁気ヘッドが前記第１の面か
ら前記第１の距離まで離間した場合に前記第２の面に当接することで前記磁気ヘッドが前
記第１の面から前記第１の距離を越えて離間することを制限する、請求項２乃至請求項６
のうちいずれか一つのディスク装置。
【請求項８】
　前記フレキシャは、前記ロードビームに固定された固定部と、前記固定部に接続される
とともに前記固定部に対して弾性的に移動可能な弾性部と、を有し、
　前記磁気ヘッドは、前記弾性部に取り付けられ、
　前記第１の制限部は、前記固定部における前記第３の面を部分的に覆い、前記磁気ヘッ
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ドが前記第１の面から前記第１の距離まで離間した場合に前記固定部における前記第３の
面に当接することで前記磁気ヘッドが前記第１の面から前記第１の距離を越えて離間する
ことを制限する、
　請求項２乃至請求項６のうちいずれか一つのディスク装置。
【請求項９】
　前記磁気ディスクに対して相対的に移動可能なキャリッジ、
　をさらに具備し、
　前記第１の面に沿う第２の方向における前記ロードビームの端部が、前記キャリッジに
接続され、
　前記磁気ヘッドは、前記第２の方向における第１の端部と、前記第２の方向の反対の第
３の方向における第２の端部と、を有し、
　前記加熱装置は、前記第１の端部よりも前記第２の端部に近い位置で前記磁気ヘッドに
取り付けられる、
　請求項１乃至請求項８のうちいずれか一つのディスク装置。
【請求項１０】
　前記フレキシャに設けられ、前記第１の制限部から前記第２の方向に離間し、前記磁気
ヘッドが前記第１の面から第２の距離まで離間した場合に前記ロードビーム及び前記フレ
キシャのうち少なくとも一方に当接することで前記磁気ヘッドが前記第１の面から前記第
２の距離を越えて離間することを制限する、第２の制限部、
　をさらに具備する請求項９のディスク装置。
【請求項１１】
　磁気ディスクと、
　前記磁気ディスクに向く第１の面を有し、前記第１の面で開口する孔が設けられた、ロ
ードビームと、
　前記第１の面に取り付けられるフレキシャと、
　前記フレキシャに取り付けられるとともに前記磁気ディスクに対して情報を読み書きす
るよう構成された磁気ヘッドと、
　前記磁気ヘッドから前記第１の面と交差する延出方向に延びるように前記磁気ヘッドに
取り付けられ、前記孔を通る、基部と、前記基部から前記延出方向と交差する突出方向に
突出し、前記延出方向に前記ロードビーム及び前記フレキシャのうち少なくとも一方を部
分的に覆う、凸部と、を有し、前記磁気ディスクを加熱するよう構成された加熱装置と、
　を具備し、
　前記加熱装置のうち前記凸部が設けられた部分の前記延出方向と直交する断面積は、前
記加熱装置のうち前記孔を通る部分の前記延出方向と直交する断面積よりも大きい、
　ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ディスク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱アシスト磁気記録方式（ｈｅａｔ　ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｃｏ
ｒｄｉｎｇ；ＨＡＭＲ）で磁気ディスクに対して情報を読み書きするディスク装置が知ら
れる。ＨＡＭＲ方式のディスク装置においては、磁気ヘッドに、例えばレーザダイオード
が取り付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０２３００５８号明細書
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　磁気ヘッドにレーザダイオードが取り付けられることで、磁気ヘッドに質量が付加され
る。このため、例えばディスク装置に衝撃が作用した場合に、磁気ヘッドが振動しやすく
なる虞がある。
【０００５】
　本発明が解決する課題の一例は、耐衝撃性が向上したディスク装置を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの実施形態に係るディスク装置は、磁気ディスクと、ロードビームと、フレキシャ
と、ヘッドユニットと、第１の制限部と、を備える。前記ロードビームは、前記磁気ディ
スクに向く第１の面を有する。前記フレキシャは、前記第１の面に取り付けられる。前記
ヘッドユニットは、前記フレキシャに取り付けられるとともに前記磁気ディスクに対して
情報を読み書きするよう構成された磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドに取り付けられるとと
もに前記磁気ディスクを加熱するよう構成された加熱装置と、を有する。前記第１の制限
部は、前記ヘッドユニットに設けられ、前記磁気ヘッドが前記第１の面から第１の距離ま
で離間した場合に前記ロードビーム及び前記フレキシャのうち少なくとも一方に当接する
。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係るハードディスクドライブ（ＨＤＤ）を模式的に示
す平面図である。
【図２】図２は、第１の実施形態のヘッドジンバルアセンブリ（ＨＧＡ）を概略的に示す
斜視図である。
【図３】図３は、第１の実施形態のＨＧＡの一部を概略的に示す斜視図である。
【図４】図４は、第１の実施形態のＨＧＡの一部を、図３とは異なる方向から概略的に示
す斜視図である。
【図５】図５は、第１の実施形態のＨＧＡの一部を示す断面図である。
【図６】図６は、第１の実施形態のヘッドユニットを概略的に示す斜視図である。
【図７】図７は、第１の実施形態のヘッドユニットの取付方法の一例を概略的に示す断面
図である。
【図８】図８は、第１の実施形態の変形例に係るヘッドユニットを概略的に示す斜視図で
ある。
【図９】図９は、第２の実施形態に係るＨＧＡの一部を示す断面図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態の第１の変形例に係るヘッドユニットを概略的に示
す斜視図である。
【図１１】図１１は、第２の実施形態の第２の変形例に係るヘッドユニットを概略的に示
す斜視図である。
【図１２】図１２は、第３の実施形態に係るＨＧＡの一部を概略的に示す断面図である。
【図１３】図１３は、第４の実施形態に係るＨＧＡ２２の一部を概略的に示す平面図であ
る。
【図１４】図１４は、第４の実施形態のＨＧＡの一部を概略的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
（第１の実施形態）
　以下に、第１の実施形態について、図１乃至図７を参照して説明する。なお、本明細書
において、実施形態に係る構成要素及び当該要素の説明が、複数の表現で記載されること
がある。構成要素及びその説明は、一例であり、本明細書の表現によって限定されない。
構成要素は、本明細書におけるものとは異なる名称でも特定され得る。また、構成要素は
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、本明細書の表現とは異なる表現によっても説明され得る。
【０００９】
　図１は、第１の実施形態に係るハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１０を模式的に示す
平面図である。ＨＤＤ１０は、ディスク装置の一例である。なお、ディスク装置は、ハイ
ブリッドＨＤＤのような他の装置であっても良い。
【００１０】
　図１に示すように、ＨＤＤ１０は、筐体１１と、複数の磁気ディスク１２と、スピンド
ルモータ１３と、複数のアクチュエータアセンブリ１４と、ボイスコイルモータ（ＶＣＭ
）１５と、ランプロード機構１６と、フレキシブルプリント配線板（ＦＰＣ）１７とを有
する。なお、図１は、一つの磁気ディスク１２と、一つのアクチュエータアセンブリ１４
とを示す。磁気ディスク１２は、記録媒体とも称され得る。
【００１１】
　筐体１１は、例えば、アルミニウム合金のような金属によって作られる。筐体１１は、
例えば、蓋によって密閉され、内部にヘリウムのようなガスが充填される。図１は、説明
のため開放された筐体１１を示す。筐体１１の内部に、磁気ディスク１２、スピンドルモ
ータ１３、アクチュエータアセンブリ１４、ＶＣＭ１５、ランプロード機構１６、及びＦ
ＰＣ１７が収容される。
【００１２】
　磁気ディスク１２は、情報を担持する磁場の印加を受けて情報を磁気的に記録する。複
数の磁気ディスク１２は、互いに間隔を介して重ねられるとともに、スピンドルモータ１
３によって回転軸１３ａまわりに回転させられる。
【００１３】
　アクチュエータアセンブリ１４は、キャリッジ２１と、複数のヘッドジンバルアセンブ
リ（ＨＧＡ）２２とを有する。ＨＧＡ２２は、ヘッドサスペンションアセンブリとも称さ
れ得る。
【００１４】
　キャリッジ２１は、アクチュエータブロック２１ａと、複数のキャリッジアーム２１ｂ
とを有する。アクチュエータブロック２１ａは、ＶＣＭ１５により駆動され、回転軸１３
ａと略平行なアーム軸２１ｃまわりに回動する。複数のキャリッジアーム２１ｂは、互い
に間隔を介して配置されるとともに、アクチュエータブロック２１ａから略同一方向に延
びている。キャリッジアーム２１ｂは、隣り合う磁気ディスク１２の間に進入可能な板状
に形成される。
【００１５】
　アクチュエータブロック２１ａが回転すると、キャリッジアーム２１ｂが磁気ディスク
１２の表面に沿う方向に移動する。このように、キャリッジ２１は、磁気ディスク１２に
対して相対的に移動可能である。
【００１６】
　ＨＧＡ２２は、対応するキャリッジアーム２１ｂの先端部分に取り付けられ、当該キャ
リッジアーム２１ｂから突出する。これにより、複数のＨＧＡ２２は、磁気ディスク１２
が並ぶ方向に互いに間隔を介して配置される。
【００１７】
　図２は、第１の実施形態のＨＧＡ２２を概略的に示す斜視図である。図２に示すように
、ＨＧＡ２２はそれぞれ、ベースプレート２５と、ヒンジ２６と、ロードビーム２７と、
フレキシャ２８と、ヘッドユニット２９とを有する。
【００１８】
　ベースプレート２５、ヒンジ２６、及びロードビーム２７は、例えば、ステンレスによ
り作られる。なお、ベースプレート２５、ヒンジ２６、及びロードビーム２７の材料は、
この例に限られない。
【００１９】
　ベースプレート２５は、板状に形成され、キャリッジアーム２１ｂの先端部に取り付け
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られる。ロードビーム２７は、ベースプレート２５よりも薄い板状に形成される。ロード
ビーム２７は、バネ性を有するヒンジ２６を介して、ベースプレート２５の先端部分に取
り付けられる。
【００２０】
　フレキシャ２８は、細長い帯状に形成される。なお、フレキシャ２８の形状は、この例
に限られない。フレキシャ２８は、例えば、ステンレス等の金属板（裏打ち層）と、金属
板上に形成された絶縁層と、絶縁層上に形成され複数の配線（配線パターン）を構成する
導電層と、導電層を覆う保護層（絶縁層）と、を有する積層板である。
【００２１】
　フレキシャ２８の一方の端部に、ヘッドユニット２９が搭載される。フレキシャ２８の
他方の端部は、ＦＰＣ１７に接続される。ＦＰＣ１７は、例えば、フレキシャ２８の配線
を介して、ヘッドユニット２９と、筐体１１の外部に配置されたコントローラとを、電気
的に接続する。
【００２２】
　図３は、第１の実施形態のＨＧＡ２２の一部を概略的に示す斜視図である。図４は、第
１の実施形態のＨＧＡ２２の一部を、図３とは異なる方向から概略的に示す斜視図である
。ヘッドユニット２９は、例えば、熱アシスト磁気記録方式（ｈｅａｔ　ａｓｓｉｓｔｅ
ｄ　ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ；ＨＡＭＲ）で磁気ディスク１２に対して情
報を読み書き（記録及び再生）する。
【００２３】
　ヘッドユニット２９は、図３に示す磁気ヘッド３１と、図４に示すレーザユニット３２
とを有する。レーザユニット３２は、加熱装置の一例である。レーザユニット３２は、磁
気ヘッド３１に取り付けられている。
【００２４】
　ヘッドユニット２９が磁気ディスク１２に対して情報を読み書きするとき、ＶＣＭ１５
によってキャリッジ２１が駆動され、ヘッドユニット２９が、回転する磁気ディスク１２
上の所望のトラック上に配置される。ヘッドユニット２９は、磁気ディスク１２の回転に
伴い、磁気ディスク１２の所望のトラックに対して情報の読み書きを行う。
【００２５】
　ＶＣＭ１５は、磁気ディスク１２へのアクセス時には、ヘッドユニット２９を磁気ディ
スク１２の上に回動させる（ロード）。また、ＶＣＭ１５は、磁気ディスク１２へのアク
セスが不要なアンロード時には、ヘッドユニット２９をランプロード機構１６の位置まで
回動させて停止させる（アンロード）。
【００２６】
　以下、ＨＧＡ２２について詳しく説明する。ロードビーム２７は、キャリッジアーム２
１ｂが延びる方向と略同一方向に延びている。なお、ロードビーム２７が延びる方向は、
キャリッジアーム２１ｂが延びる方向に対して傾いていても良い。
【００２７】
　各図面に示されるように、本明細書において、便宜上、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸が定義され
る。Ｘ軸とＹ軸とＺ軸とは、互いに直交する。Ｘ軸は、ロードビーム２７の長さに沿って
設けられる。言い換えると、Ｘ軸は、キャリッジアーム２１ｂ及びロードビーム２７が延
びる方向と平行に延びる。Ｙ軸は、ロードビーム２７の幅に沿って設けられる。Ｚ軸は、
ロードビーム２７の厚みに沿って設けられる。
【００２８】
　さらに、本明細書において、Ｘ方向、Ｙ方向及びＺ方向が定義される。Ｘ方向は、Ｘ軸
に沿う方向であって、Ｘ軸の矢印が示す＋Ｘ方向と、Ｘ軸の矢印の反対方向である－Ｘ方
向とを含む。Ｙ方向は、Ｙ軸に沿う方向であって、Ｙ軸の矢印が示す＋Ｙ方向と、Ｙ軸の
矢印の反対方向である－Ｙ方向とを含む。Ｚ方向は、Ｚ軸に沿う方向であって、Ｚ軸の矢
印が示す＋Ｚ方向と、Ｚ軸の矢印の反対方向である－Ｚ方向とを含む。
【００２９】



(7) JP 2021-149978 A 2021.9.27

10

20

30

40

50

　ロードビーム２７は、ヒンジ２６から＋Ｘ方向に延びている。ロードビーム２７は、先
端部２７ａと、基端部２７ｂとを有する。先端部２７ａは、＋Ｘ方向におけるロードビー
ム２７の端部である。基端部２７ｂは、－Ｘ方向におけるロードビーム２７の端部である
。－Ｘ方向は、第２の方向の一例である。なお、先端部２７ａ及び基端部２７ｂは、ロー
ドビーム２７の端（縁）のみならず、当該端（縁）の近傍の部分を含む。基端部２７ｂが
、ヒンジ２６及びベースプレート２５を介して、キャリッジ２１のキャリッジアーム２１
ｂに接続される。
【００３０】
　ロードビーム２７は、略三角形の板状に形成されている。Ｙ方向におけるロードビーム
２７の長さ（幅）は、基端部２７ｂから先端部２７ａに向かうに従って短くなる。言い換
えると、ロードビーム２７は、＋Ｘ方向に先細っている。なお、ロードビーム２７の形状
は、この例に限られない。
【００３１】
　図５は、第１の実施形態のＨＧＡ２２の一部を示す断面図である。図５に示すように、
ロードビーム２７は、下面４１と、上面４２と、ディンプル４３とをさらに有する。なお
、本明細書において、上及び下の呼称は、説明のため図５を基準として用いられるもので
あり、各要素の位置及び方向を限定するものではない。下面４１は、第１の面の一例であ
る。上面４２は、第２の面の一例である。
【００３２】
　下面４１は、略平坦に形成され、－Ｚ方向に向く。ロード時において、下面４１は、間
隔を介して対応する磁気ディスク１２に向く。アンロード時において、下面４１は、例え
ば、間隔を介して他のロードビーム２７の下面４１と向かい合う。上面４２は、下面４１
の反対側に位置する。上面４２は、略平坦に形成され、＋Ｚ方向に向く。Ｘ方向及びＹ方
向は、下面４１及び上面４２に沿う方向である。Ｚ方向は、下面４１及び上面４２に直交
する方向である。ディンプル４３は、下面４１から突出する略半球状の突起である。
【００３３】
　ロードビーム２７に、第１の挿通孔４５と、第２の挿通孔４６とが設けられる。第１の
挿通孔４５は、孔の一例である。第１の挿通孔４５及び第２の挿通孔４６はそれぞれ、ロ
ードビーム２７を貫通し、下面４１及び上面４２で開口する。なお、第１の挿通孔４５及
び第２の挿通孔４６は、切欠きであっても良い。
【００３４】
　第１の挿通孔４５は、ディンプル４３から＋Ｘ方向に離間している。第２の挿通孔４６
は、ディンプル４３から－Ｘ方向に離間している。すなわち、ディンプル４３は、第１の
挿通孔４５と第２の挿通孔４６との間に位置する。
【００３５】
　第１の挿通孔４５は、例えば、Ｘ方向に延びる略矩形（四角形）の孔である。図４に示
すように、第２の挿通孔４６は、略Ｔ字型に形成され、広部４６ａと、狭部４６ｂとを有
する。
【００３６】
　広部４６ａは、Ｙ方向に延びる略矩形（四角形）の部分である。狭部４６ｂは、Ｙ方向
における広部４６ａの略中央から＋Ｘ方向に延びる略矩形（四角形）の部分である。Ｙ方
向において、狭部４６ｂの長さは、広部４６ａの長さよりも短い。
【００３７】
　図５に示すように、フレキシャ２８は、下面５１と、上面５２とを有する。上面５２は
、第３の面の一例である。下面５１は、略－Ｚ方向に向く。上面５２は、略＋Ｚ方向に向
く。フレキシャ２８の上面５２の少なくとも一部は、ロードビーム２７の下面４１に向く
。
【００３８】
　図３に示すように、フレキシャ２８は、少なくとも一つの固定部５５と、ジンバル（弾
性支持部）５６と、タブ５７とをさらに有する。ジンバル５６は、弾性部の一例である。
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タブ５７は、第２の制限部の一例である。固定部５５、ジンバル５６、及びタブ５７は、
フレキシャ２８の一部である。固定部５５及びジンバル５６はそれぞれ、下面５１と上面
５２とを部分的に有する。
【００３９】
　固定部５５における上面５２は、ロードビーム２７の下面４１に接触する。固定部５５
は、例えば、スポット溶接によりロードビーム２７の下面４１に固定される。これにより
、フレキシャ２８がロードビーム２７の下面４１に取り付けられる。
【００４０】
　ジンバル５６は、ロードビーム２７の先端部２７ａの近傍に位置する。ジンバル５６は
、固定部５５に接続されるとともに、ロードビーム２７及び固定部５５に対して弾性的に
移動可能である。
【００４１】
　例えば、ジンバル５６は、タング（ｔｏｎｇｕｅ）５６ａと、二つのアーム５６ｂと、
を有する。タング５６ａにおける下面５１に、ヘッドユニット２９の磁気ヘッド３１が取
り付けられている。タング５６ａにおける上面５２は、ディンプル４３に揺動可能に支持
される。二つのアーム５６ｂは、＋Ｚ方向におけるタング５６ａの端部からタング５６ａ
を囲むように延び、タング５６ａから－Ｘ方向に離間した固定部５５に接続される。
【００４２】
　タング５６ａとヘッドユニット２９とは、二つのアーム５６ｂが弾性変形することで、
ディンプル４３まわりに揺動したり、ロードビーム２７の下面４１から離間したりするよ
うに移動可能である。通常、タング５６ａは、アーム５６ｂの弾性力により、ディンプル
４３に接触した状態に保たれている。
【００４３】
　図４に示すように、タブ５７は、挿通部５７ａと、二つの延部５７ｂとを有する。挿通
部５７ａは、－Ｘ方向におけるタング５６ａの端部から、第２の挿通孔４６の狭部４６ｂ
を通過するように延びている。延部５７ｂは、挿通部５７ａの先端部において、挿通部５
７ａからＹ方向に延びている。延部５７ｂは、Ｚ方向にロードビーム２７の上面４２を部
分的に覆う。このため、Ｚ方向において、延部５７ｂとタング５６ａとの間に、ロードビ
ーム２７が位置する。
【００４４】
　通常、延部５７ｂは、ロードビーム２７の上面４２から＋Ｚ方向に離間している。例え
ば、ＨＤＤ１０に衝撃が作用し、タング５６ａとヘッドユニット２９とが、ロードビーム
２７の下面４１及びディンプル４３から離間することがある。
【００４５】
　ヘッドユニット２９の磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離まで離間した場合に、
タブ５７の延部５７ｂがロードビーム２７の上面４２に当接する。これにより、タブ５７
は、磁気ヘッド３１が下面４１から上記所定の距離を越えて離間することを制限する。上
記所定の距離は、第２の距離の一例である。なお、延部５７ｂは、フレキシャ２８の固定
部５５における上面５２に当接しても良い。
【００４６】
　タブ５７は、例えば、フレキシャ２８の一部が折り曲げられることにより形成される。
タブ５７の折り曲げ時に、挿通部５７ａが第２の挿通孔４６の狭部４６ｂを通過し、延部
５７ｂが第２の挿通孔４６の広部４６ａを通過する。なお、タブ５７は、この例に限られ
ず、フレキシャ２８に取り付けられた他の部品であっても良い。
【００４７】
　図３に示すように、磁気ヘッド３１は、略直方体状に形成されている。磁気ヘッド３１
は、第１の端部３１ａと、第２の端部３１ｂとを有する。第１の端部３１ａは、－Ｘ方向
における磁気ヘッド３１の端部である。第２の端部３１ｂは、＋Ｘ方向における磁気ヘッ
ド３１の端部である。＋Ｘ方向は、第３の方向の一例である。第２の端部３１ｂは、第１
の端部３１ａの反対側に位置する。
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【００４８】
　図５に示すように、磁気ヘッド３１は、対向面６１と、取付面６２とをさらに有する。
ロード時において、対向面６１は、対応する磁気ディスク１２に向く。取付面６２は、対
向面６１の反対側に位置し、例えば接着剤によってタング５６ａの下面５１に取り付けら
れる。
【００４９】
　ロード時において、磁気ヘッド３１は、磁気ディスク１２の回転によって生じる揚力に
よって、磁気ディスク１２の表面から僅かに浮いた状態を維持しながら、磁気ディスク１
２に対して情報を読み書きする。すなわち、ロード時において、対向面６１は磁気ディス
ク１２から僅かに離間している。磁気ディスク１２の回転によって生じる気流は、第１の
端部３１ａの近傍から磁気ディスク１２と磁気ヘッド３１との間に流入し、第２の端部３
１ｂの近傍から外部へ流出する。
【００５０】
　磁気ヘッド３１は、書込素子６５と、読込素子６６とをさらに有する。書込素子６５は
、磁界発生素子とも称され得る。読込素子６６は、再生素子とも称され得る。書込素子６
５は、読込素子６６よりも、第２の端部３１ｂに近い。
【００５１】
　書込素子６５が発生する磁界により、磁気ディスク１２の磁気記録層が所定の向きに磁
化され、情報が記録される。磁気ディスク１２に記録された情報は、読込素子６６により
読み出される。このように、磁気ヘッド３１は、書込素子６５及び読込素子６６によって
、磁気ディスク１２に対して情報を読み書きするように構成される。
【００５２】
　レーザユニット３２は、磁気ヘッド３１の取付面６２に取り付けられる。レーザユニッ
ト３２は、磁気ディスク１２の磁気記録層において情報が記録される微小領域にレーザ光
Ｌを照射し、当該微小領域を加熱する。加熱された当該微小領域は、保磁力が低下し、情
報が記録されやすくなる。レーザユニット３２は、外殻７１と、光学装置７２とを有する
。外殻７１は、例えば、筐体、収容部、ケース、又はカバーとも称され得る。
【００５３】
　図６は、第１の実施形態のヘッドユニット２９を概略的に示す斜視図である。外殻７１
は、例えば金属によって作られ、略直方体の箱状に形成される。外殻７１は、図５に示す
下面７１ａ、上面７１ｂ、第１の端面７１ｃ、及び第２の端面７１ｄと、図６に示す二つ
の側面７１ｅとを有する。
【００５４】
　図５に示すように、下面７１ａは、－Ｚ方向に向く。下面７１ａは、例えば接着剤によ
り、磁気ヘッド３１の取付面６２に固定される。上面７１ｂは、下面７１ａの反対側に位
置し、＋Ｚ方向に向く。
【００５５】
　第１の端面７１ｃは、－Ｘ方向における外殻７１の端面である。第２の端面７１ｄは、
第１の端面７１ｃの反対側に位置する。第２の端面７１ｄは、＋Ｘ方向における外殻７１
の端面である。側面７１ｅは、Ｙ方向における外殻７１の両端面である。
【００５６】
　レーザユニット３２は、基部３２ａを有する。基部３２ａは、外殻７１及び光学装置７
２を含む。基部３２ａは、第２の端部３１ｂの近傍において、磁気ヘッド３１に取り付け
られる。言い換えると、基部３２ａは、第１の端部３１ａよりも第２の端部３１ｂに近い
位置で磁気ヘッド３１に取り付けられる。
【００５７】
　基部３２ａは、Ｘ方向において、磁気ヘッド３１の第２の端部３１ｂから突出する。こ
のため、Ｘ方向において、磁気ヘッド３１の第２の端部３１ｂは、外殻７１の第１の端面
７１ｃと第２の端面７１ｄとの間に位置する。このため、下面７１ａの一部は、磁気ヘッ
ド３１に固定されず露出する。露出した下面７１ａの一部は、ロード時において、対応す



(10) JP 2021-149978 A 2021.9.27

10

20

30

40

50

る磁気ディスク１２に向く。
【００５８】
　基部３２ａは、磁気ヘッド３１の取付面６２から略Ｚ方向に延びるように、取付面６２
に取り付けられる。略Ｚ方向は、下面４１と交差する方向であり、延出方向の一例である
。基部３２ａは、第１の挿通孔４５を通るように、取付面６２から略Ｚ方向に延びている
。言い換えると、基部３２ａは、第１の挿通孔４５を通るように、磁気ヘッド３１の取付
面６２に取り付けられる。なお、略Ｚ方向は、基部３２ａの長手方向には限られない。
【００５９】
　基部３２ａの一部は、第１の挿通孔４５を通ってロードビーム２７の下面４１から－Ｚ
方向に突き出ている。さらに、基部３２ａの他の一部は、第１の挿通孔４５を通ってロー
ドビーム２７の上面４２から＋Ｚ方向に突き出ている。基部３２ａは、第１の挿通孔４５
を形成するロードビーム２７の縁、及びロードビーム２７の他の部分から離間している。
【００６０】
　光学装置７２は、外殻７１に収容される。光学装置７２は、例えば、レーザ発振素子及
びレンズを含む。なお、光学装置７２はこの例に限られない。光学装置７２は、外殻７１
の露出した下面７１ａからレーザ光Ｌを出射し、当該レーザ光Ｌを磁気ディスク１２に照
射するように構成される。レーザ光Ｌは、光の一例である。
【００６１】
　なお、光学装置７２はこの例に限られない。例えば、光学装置７２は、レーザ光Ｌを近
接場光に変換する近接場光発生部材を有しても良い。この場合、近接場光が光の一例であ
る。光学装置７２は、近接場光を磁気ディスク１２に照射し、磁気ディスク１２を加熱す
ることができる。
【００６２】
　レーザユニット３２を一例とする加熱装置は、以上のように、レーザ光Ｌ又は近接場光
を磁気ディスク１２に照射することで、磁気ディスク１２の微小領域を加熱し、当該微小
領域の保磁力を低下させる。加熱装置はこの例に限られず、他の手段により磁気ディスク
１２を加熱しても良い。
【００６３】
　レーザユニット３２に、凸部７５が設けられる。凸部７５は、第１の制限部の一例であ
る。第１の実施形態において、凸部７５は、ロードビーム２７の上面４２から＋Ｚ方向に
離間した位置で、外殻７１の第２の端面７１ｄから＋Ｘ方向に突出する。言い換えると、
凸部７５は、基部３２ａから＋Ｚ方向に突出する。＋Ｘ方向は、略Ｚ方向と交差する方向
であり、第１の方向及び突出方向の一例である。
【００６４】
　凸部７５は、ロードビーム２７の上面４２をＺ方向（略Ｚ方向）に部分的に覆う。言い
換えると、Ｘ方向において、凸部７５と、ロードビーム２７の一部とは、同一位置に配置
されている。また、Ｚ方向において、ロードビーム２７は、凸部７５とタング５６ａとの
間に位置する。
【００６５】
　＋Ｘ方向（Ｘ方向）において、レーザユニット３２及び凸部７５の長さの合計は、第１
の挿通孔４５の長さよりも短い。言い換えると、Ｘ方向において、外殻７１の第１の端面
７１ｃと第２の端面７１ｄとの間の距離と、凸部７５の長さと、の合計は、第１の挿通孔
４５の長さよりも短い。
【００６６】
　Ｙ方向において、レーザユニット３２の長さは、第１の挿通孔４５の長さよりも短い。
さらに、Ｙ方向において、凸部７５の長さは、第１の挿通孔４５の長さよりも短い。Ｙ方
向において、凸部７５の長さは、レーザユニット３２の長さと同一であっても良いし、異
なっても良い。
【００６７】
　レーザユニット３２のうち凸部７５が設けられた部分の略Ｚ方向と直交する断面積は、
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レーザユニット３２のうち第１の挿通孔４５を通る部分の略Ｚ方向と直交する断面積より
も大きい。言い換えると、基部３２ａ及び凸部７５の略Ｚ方向と直交する断面積は、基部
３２ａの略Ｚ方向と直交する断面積よりも大きい。本実施形態では、凸部７５を含む外殻
７１の上面７１ｂの面積は、外殻７１の下面７１ａの面積よりも大きい。
【００６８】
　通常、凸部７５は、ロードビーム２７の上面４２から＋Ｚ方向に離間している。例えば
、ＨＤＤ１０に衝撃が作用し、タング５６ａとヘッドユニット２９とが、ロードビーム２
７の下面４１及びディンプル４３から離間することがある。
【００６９】
　ヘッドユニット２９の磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離まで離間した場合に、
凸部７５がロードビーム２７の上面４２に当接する。これにより、凸部７５は、磁気ヘッ
ド３１が下面４１から上記所定の距離を越えて離間することを制限する。上記所定の距離
は、第１の距離の一例である。なお、凸部７５は、フレキシャ２８の固定部５５における
上面５２に当接しても良い。
【００７０】
　以上のように、凸部７５とタブ５７とは、Ｘ方向に離間した二つの位置で、磁気ヘッド
３１が下面４１から当該所定の距離を越えて離間することを制限する。タブ５７は、凸部
７５から－Ｘ方向に離間している。また、Ｘ方向において、ディンプル４３は、タブ５７
と凸部７５との間に位置する。上記第１の距離と上記第２の距離とは、同一であっても良
いし、互いに異なっても良い。
【００７１】
　以下、ＨＤＤ１０の製造方法の一部としてのＨＧＡ２２の組立方法について例示する。
なお、ＨＤＤ１０の製造方法は以下の方法に限らず、他の方法を用いても良い。まず、ロ
ードビーム２７の下面４１に、フレキシャ２８の固定部５５がスポット溶接により固定さ
れる。
【００７２】
　図７は、第１の実施形態のヘッドユニット２９の取付方法の一例を概略的に示す断面図
である。図７に示すように、予めレーザユニット３２が磁気ヘッド３１に取り付けられる
。例えば、磁気ヘッド３１とレーザユニット３２とが個別に検査され、品質基準に合格し
た磁気ヘッド３１とレーザユニット３２とが互いに取り付けられる。なお、検査はこの例
に限られない。
【００７３】
　磁気ヘッド３１は、レーザユニット３２が第１の挿通孔４５を通るように、フレキシャ
２８の下面５１に近付けられる。Ｘ方向及びＹ方向において、凸部７５を含むレーザユニ
ット３２の大きさは、第１の挿通孔４５の大きさよりも小さい。このため、レーザユニッ
ト３２は、第１の挿通孔４５を通過することができる。
【００７４】
　図７は、レーザユニット３２が第１の挿通孔４５を通過する前のヘッドユニット２９を
二点鎖線で仮想的に示し、レーザユニット３２が第１の挿通孔４５を通過した後のヘッド
ユニット２９を実線で示す。図７に示すように、レーザユニット３２が第１の挿通孔４５
を通過した時点で、凸部７５は、第１の挿通孔４５を部分的に覆うが、ロードビーム２７
の上面４２を覆っていない。
【００７５】
　次に、ヘッドユニット２９が、外殻７１から凸部７５が突出する方向である＋Ｘ方向に
移動させられる。これにより、図５に示すように、凸部７５がロードビーム２７の上面４
２を部分的に覆う。凸部７５が上面４２を部分的に覆う位置で、磁気ヘッド３１の取付面
６２がフレキシャ２８に取り付けられる。以上により、ＨＧＡ２２が組み立てられる。
【００７６】
　以上説明された第１の実施形態に係るＨＤＤ１０において、磁気ディスク１２を加熱す
るレーザユニット３２が、磁気ヘッド３１に取り付けられる。これにより、磁気ヘッド３
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１を含むヘッドユニット２９が重くなり、ＨＤＤ１０に作用する衝撃によってヘッドユニ
ット２９が下面４１から離間するように振動しやすくなる可能性がある。しかし、本実施
形態では、凸部７５がヘッドユニット２９に設けられる。凸部７５は、磁気ヘッド３１が
下面４１から所定の距離まで離間した場合に、ロードビーム２７及びフレキシャ２８のう
ち少なくとも一方に当接することで磁気ヘッド３１が下面４１から上記所定の距離を越え
て離間することを制限する。すなわち、レーザユニット３２の質量が付加されて振動しや
すくなったヘッドユニット２９に、所定の距離を越える振動を制限する凸部７５が設けら
れる。これにより、レーザユニット３２が搭載される熱アシスト記録方式のＨＤＤ１０に
おいて、磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離よりも大きく離間することが抑制され
る。従って、例えば、磁気ヘッド３１が、当該磁気ヘッド３１に対向する他の磁気ヘッド
３１に衝突することが抑制される。また、例えば、衝撃により振動したジンバル５６の塑
性変形により磁気ヘッド３１の浮揚が妨げられること、が抑制される。以上より、ＨＤＤ
１０の耐衝撃性が向上する。
【００７７】
　上述の凸部７５は、以下のようにも説明され得る。すなわち、凸部７５は、レーザユニ
ット３２の基部３２ａから＋Ｘ方向に突出し、略Ｚ方向にロードビーム２７及びフレキシ
ャ２８のうち少なくとも一方を部分的に覆う。このため、凸部７５は、磁気ヘッド３１が
－Ｚ方向に所定の距離まで離間した場合に、ロードビーム２７及びフレキシャ２８のうち
少なくとも一方に当接することで磁気ヘッド３１が下面４１から上記所定の距離を越えて
離間することを制限することができる。従って、例えば、磁気ヘッド３１が、当該磁気ヘ
ッド３１に対向する他の磁気ヘッド３１に衝突することが抑制され、ＨＤＤ１０の耐衝撃
性が向上する。
【００７８】
　ロードビーム２７は、下面４１の反対側の上面４２を有するとともに、第１の挿通孔４
５が設けられる。フレキシャ２８は、下面４１に向く上面５２を有する。レーザユニット
３２は、第１の挿通孔４５を通るように磁気ヘッド３１に取り付けられる。凸部７５は、
レーザユニット３２に設けられ、ロードビーム２７の上面４２及びフレキシャ２８の上面
５２のうち少なくとも一方を部分的に覆う。これにより、凸部７５は、磁気ヘッド３１が
下面４１から所定の距離まで離間した場合に、上面４２，５２のうち少なくとも一方に当
接して支持される。従って、摩擦のような他の手段を用いる場合に比べ、支持により磁気
ヘッド３１の移動を制限する凸部７５は、磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離より
も大きく離間することをより確実に抑制できる。また、レーザユニット３２に設けられた
凸部７５が、当該レーザユニット３２が取り付けられた磁気ヘッド３１がロードビーム２
７から離間することを抑制する。このため、レーザユニット３２から遠い位置で磁気ヘッ
ド３１の離間を抑制する場合に比べ、磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離よりも大
きく離間することがより確実に抑制される。
【００７９】
　凸部７５は、レーザユニット３２の外殻７１から突出する。これにより、所定の距離を
越える磁気ヘッド３１の移動を制限する第１の制限部としての凸部７５の設計が容易とな
る。
【００８０】
　凸部７５は、外殻７１から、下面４１に沿う＋Ｘ方向に突出する。＋Ｘ方向において、
レーザユニット３２及び凸部７５の長さの合計は、第１の挿通孔４５の長さよりも短い。
これにより、予めレーザユニット３２が取り付けられた磁気ヘッド３１をフレキシャ２８
に取り付ける際に、レーザユニット３２が第１の挿通孔４５を通過することができる。従
って、ＨＤＤ１０の製造が容易になる。
【００８１】
　Ｙ方向におけるロードビーム２７の幅は、＋Ｘ方向に先細る。凸部７５は、外殻７１か
ら＋Ｘ方向に突出する。これにより、Ｘ方向に長い第１の挿通孔４５をロードビーム２７
に設けることが容易となる。
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【００８２】
　凸部７５は、ロードビーム２７の上面４２を部分的に覆い、磁気ヘッド３１が下面４１
から所定の距離まで離間した場合に上面４２に当接することで磁気ヘッド３１が下面４１
から上記所定の距離を越えて離間することを制限する。すなわち、凸部７５は、ロードビ
ーム２７に当接して支持される。これにより、凸部７５は、例えばフレキシャ２８の弾性
変形可能な部分に支持される場合に比べ、磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離より
も大きく離間することをより確実に抑制できる。
【００８３】
　－Ｘ方向におけるロードビーム２７の端部としての基端部２７ｂが、キャリッジ２１に
直接的又は間接的に接続される。磁気ヘッド３１は、－Ｘ方向における第１の端部３１ａ
と、－Ｘ方向の反対の＋Ｘ方向における第２の端部３１ｂと、を有する。レーザユニット
３２は、第１の端部３１ａよりも第２の端部３１ｂに近い位置で磁気ヘッド３１に取り付
けられる。すなわち、レーザユニット３２は、ＨＧＡ２２の先端近傍において、磁気ヘッ
ド３１に取り付けられる。このため、ＨＤＤ１０に作用する衝撃によってヘッドユニット
２９が下面４１から離間するように振動しやすくなる可能性がある。しかし、本実施形態
では、上述のように、ヘッドユニット２９に凸部７５が設けられる。従って、磁気ヘッド
３１が下面４１から所定の距離よりも大きく離間することが抑制される。
【００８４】
　タブ５７は、凸部７５から－Ｘ方向に離間し、フレキシャ２８に設けられる。タブ５７
は、磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離まで離間した場合にロードビーム２７及び
フレキシャ２８のうち少なくとも一方に当接することで磁気ヘッド３１が下面４１から上
記所定の距離を越えて離間することを制限する。すなわち、Ｘ方向に離間した二つの位置
で、凸部７５とタブ５７とが、磁気ヘッド３１の移動を制限する。これにより、磁気ヘッ
ド３１が下面４１から所定の距離よりも大きく離間することがより確実に抑制される。
【００８５】
　図８は、第１の実施形態の変形例に係るヘッドユニット２９を概略的に示す斜視図であ
る。図８に示すように、凸部７５は、外殻７１の側面７１ｅから＋Ｙ方向又は－Ｙ方向に
突出しても良い。言い換えると、凸部７５は、レーザユニット３２の基部３２ａから＋Ｙ
方向又は－Ｙ方向に突出しても良い。この場合、Ｙ方向において、レーザユニット３２及
び凸部７５の長さの合計は、少なくとも部分的に、第１の挿通孔４５の長さよりも短く設
定される。
【００８６】
（第２の実施形態）
　以下に、第２の実施形態について、図９を参照して説明する。なお、以下の複数の実施
形態の説明において、既に説明された構成要素と同様の機能を持つ構成要素は、当該既述
の構成要素と同じ符号が付され、さらに説明が省略される場合がある。また、同じ符号が
付された複数の構成要素は、全ての機能及び性質が共通するとは限らず、各実施形態に応
じた異なる機能及び性質を有していても良い。
【００８７】
　図９は、第２の実施形態に係るＨＧＡ２２の一部を示す断面図である。図９に示すよう
に、第２の実施形態において、凸部７５は、外殻７１の第２の端面７１ｄから＋Ｘ方向に
突出する。＋Ｘ方向（Ｘ方向）において、レーザユニット３２及び凸部７５の長さの合計
は、第１の挿通孔４５の長さよりも長い。言い換えると、Ｘ方向において、外殻７１の第
１の端面７１ｃと第２の端面７１ｄとの間の距離と、凸部７５の長さと、の合計は、第１
の挿通孔４５の長さよりも長い。
【００８８】
　一方、＋Ｘ方向（Ｘ方向）において、レーザユニット３２の長さは、第１の挿通孔４５
の長さよりも短い。言い換えると、Ｘ方向において、外殻７１の第１の端面７１ｃと第２
の端面７１ｄとの間の距離は、第１の挿通孔４５の長さよりも短い。レーザユニット３２
は、第１の挿通孔４５を形成するロードビーム２７の縁、及びロードビーム２７の他の部
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分から離間している。
【００８９】
　以下、第２の実施形態におけるＨＤＤ１０の製造方法の一部としてのＨＧＡ２２の組立
方法について例示する。まず、ロードビーム２７の下面４１に、フレキシャ２８の固定部
５５がスポット溶接により固定される。
【００９０】
　次に、レーザユニット３２が取り付けられる前に、個別に検査済みの磁気ヘッド３１の
取付面６２が、フレキシャ２８に取り付けられる。次に、個別に検査済みのレーザユニッ
ト３２が、第１の挿通孔４５を通り、磁気ヘッド３１の取付面６２に近付けられる。図９
は、第１の挿通孔４５を通過する前のレーザユニット３２を二点鎖線で仮想的に示し、第
１の挿通孔４５を通過した後のレーザユニット３２を実線で示す。
【００９１】
　Ｘ方向及びＹ方向において、凸部７５を除くレーザユニット３２の大きさは、第１の挿
通孔４５の大きさよりも小さい。このため、レーザユニット３２は、第１の挿通孔４５を
通過することができる。
【００９２】
　次に、レーザユニット３２は、凸部７５がロードビーム２７の上面４２を部分的に覆う
位置で、磁気ヘッド３１の取付面６２に取り付けられる。以上により、ＨＧＡ２２が組み
立てられる。
【００９３】
　以上説明された第２の実施形態のＨＤＤ１０において、凸部７５は、外殻７１から下面
４１に沿う＋Ｘ方向に突出する。＋Ｘ方向において、レーザユニット３２及び凸部７５の
長さの合計は第１の挿通孔４５の長さよりも長い。さらに、＋Ｘ方向において、レーザユ
ニット３２の長さは第１の挿通孔４５の長さよりも短い。これにより、凸部７５は、磁気
ヘッド３１が下面４１から所定の距離まで離間した場合に、ロードビーム２７及びフレキ
シャ２８のうち少なくとも一方により確実に当接することができる。また、第１の挿通孔
４５の大きさを低減することができる。本実施形態のＨＤＤ１０を製造する場合、予めフ
レキシャ２８に取り付けられた磁気ヘッド３１に、第１の挿通孔４５を通過するようにレ
ーザユニット３２が取り付けられる。これにより、ＨＤＤ１０の製造が複雑化することが
抑制される。
【００９４】
　図１０は、第２の実施形態の第１の変形例に係るヘッドユニット２９を概略的に示す斜
視図である。図１１は、第２の実施形態の第２の変形例に係るヘッドユニット２９を概略
的に示す斜視図である。図１０及び図１１に示すように、ヘッドユニット２９に複数の凸
部７５が設けられても良い。図１０及び図１１の例では、基部３２ａの外殻７１から二つ
の凸部７５が突出する。
【００９５】
　図１０の例において、一方の凸部７５は、基部３２ａの外殻７１の第１の端面７１ｃか
ら＋Ｘ方向に突出する。他方の凸部７５は、基部３２ａの外殻７１の第２の端面７１ｄか
ら－Ｘ方向に突出する。Ｘ方向において、レーザユニット３２及び二つの凸部７５の長さ
の合計は、第１の挿通孔４５の長さよりも短く設定される。
【００９６】
　図１１の例において、二つの凸部７５は、基部３２ａの外殻７１の二つの側面７１ｅか
らＹ方向に突出する。この場合、Ｙ方向において、レーザユニット３２及び二つの凸部７
５の長さの合計は、第１の挿通孔４５の長さよりも短く設定される。
【００９７】
（第３の実施形態）
　以下に、第３の実施形態について、図１２を参照して説明する。図１２は、第３の実施
形態に係るＨＧＡ２２の一部を概略的に示す断面図である。図１２に示すように、第３の
実施形態において、ＨＤＤ１０は、凸部７５の代わりに、制限部材８１をさらに有する。
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制限部材８１は、第１の制限部の一例である。なお、ＨＤＤ１０は、凸部７５と制限部材
８１とをともに有しても良い。
【００９８】
　制限部材８１は、例えば金属により作られ、板状に形成される。なお、制限部材８１の
材料及び形状は、この例に限られない。制限部材８１は、外殻７１の上面７１ｂに、例え
ば接着剤により取り付けられる。
【００９９】
　制限部材８１の一部は、例えば、Ｘ方向において、外殻７１の第２の端面７１ｄから＋
Ｘ方向に突き出ている。制限部材８１は、ロードビーム２７の上面４２をＺ方向に部分的
に覆う。
【０１００】
　Ｘ方向において、外殻７１の第１の端面７１ｃと、＋Ｘ方向における制限部材８１の端
面８１ａと、の間の距離は、第１の挿通孔４５の長さよりも長い。一方、＋Ｘ方向（Ｘ方
向）において、レーザユニット３２の長さは、第１の挿通孔４５の長さよりも短い。言い
換えると、Ｘ方向において、外殻７１の第１の端面７１ｃと第２の端面７１ｄとの間の距
離は、第１の挿通孔４５の長さよりも短い。レーザユニット３２及び制限部材８１は、第
１の挿通孔４５を形成するロードビーム２７の縁、及びロードビーム２７の他の部分から
離間している。
【０１０１】
　例えば、ＨＤＤ１０に衝撃が作用し、タング５６ａとヘッドユニット２９とが、ロード
ビーム２７の下面４１及びディンプル４３から離間することがある。ヘッドユニット２９
の磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離まで離間した場合に、制限部材８１がロード
ビーム２７の上面４２に当接する。これにより、制限部材８１は、磁気ヘッド３１が下面
４１から上記所定の距離を越えて離間することを制限する。上記所定の距離は、第１の距
離の一例である。なお、制限部材８１は、フレキシャ２８の固定部５５における上面５２
に当接しても良い。
【０１０２】
　以下、第３の実施形態におけるＨＤＤ１０の製造方法の一部としてのＨＧＡ２２の組立
方法について例示する。まず、ロードビーム２７の下面４１に、フレキシャ２８の固定部
５５がスポット溶接により固定される。次に、磁気ヘッド３１の取付面６２が、フレキシ
ャ２８に取り付けられる。
【０１０３】
　レーザユニット３２は、予め磁気ヘッド３１に取り付けられても良いし、フレキシャ２
８に取り付けられた状態の磁気ヘッド３１に取り付けられても良い。レーザユニット３２
は、磁気ヘッド３１がフレキシャ２８に近付けられるときに、又はレーザユニット３２が
磁気ヘッド３１の取付面６２に近づけられるときに、第１の挿通孔４５を通過する。
【０１０４】
　次に、制限部材８１が、ロードビーム２７の上面４２を部分的に覆う位置で、外殻７１
の上面７１ｂに取り付けられる。図１２は、レーザユニット３２に取り付けられる前の制
限部材８１を二点鎖線で仮想的に示し、レーザユニット３２に取り付けられた後の制限部
材８１を実線で示す。以上により、ＨＧＡ２２が組み立てられる。
【０１０５】
　以上説明された第３の実施形態のＨＤＤ１０において、制限部材８１は、レーザユニッ
ト３２の外殻７１に取り付けられる。これにより、制限部材８１のような第１の制限部を
レーザユニット３２と一体に形成する必要が無く、第１の制限部が設けられたレーザユニ
ット３２をより容易に製造することが可能となる。
【０１０６】
（第４の実施形態）
　以下に、第４の実施形態について、図１３及び図１４を参照して説明する。図１３は、
第４の実施形態に係るＨＧＡ２２の一部を概略的に示す平面図である。図１４は、第４の
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実施形態のＨＧＡ２２の一部を概略的に示す断面図である。
【０１０７】
　図１３に示すように、第４の実施形態のロードビーム２７に、第１の挿通孔４５の代わ
りに、第１の挿通孔９１が設けられる。第１の挿通孔９１は、ロードビーム２７を貫通し
、下面４１及び上面４２で開口する。
【０１０８】
　第４の実施形態のフレキシャ２８は、第１の実施形態の固定部５５に加え、固定部９５
をさらに有する。固定部９５は、固定部５５と同じく、フレキシャ２８の一部である。固
定部９５は、下面５１と上面５２とを部分的に有する。
【０１０９】
　固定部９５における上面５２は、ロードビーム２７の下面４１に接触する。固定部９５
は、例えば、スポット溶接により、溶接部Ｓにて、ロードビーム２７の下面４１に固定さ
れる。
【０１１０】
　固定部５５，９５は、例えば、ステンレス等の金属板を含む。固定部５５，９５は、ア
ーム５６ｂよりも剛性が高い。一方の固定部５５は、第１の実施形態と同じく、タング５
６ａから－Ｘ方向に離間している。他方の固定部９５は、タング５６ａから＋Ｘ方向に離
間している。すなわち、タング５６ａは、二つの固定部５５の間に位置する。
【０１１１】
　第４の実施形態において、アーム５６ｂは、タング５６ａと、二つの固定部５５，９５
とを接続する。アーム５６ｂが弾性変形することで、タング５６ａとヘッドユニット２９
とは、ディンプル４３、ロードビーム２７、及び二つの固定部５５，９５に対して移動す
ることができる。
【０１１２】
　図１４に示すように、レーザユニット３２は、第１の挿通孔９１を通るように磁気ヘッ
ド３１の取付面６２に取り付けられる。レーザユニット３２は、第１の挿通孔９１を形成
するロードビーム２７の縁、及びロードビーム２７の他の部分から離間している。第１の
挿通孔９１は、固定部９５における上面５２の少なくとも一部を露出させる。レーザユニ
ット３２は、固定部９５からも離間している。
【０１１３】
　凸部７５は、第１の挿通孔９１を部分的に覆うが、ロードビーム２７の上面４２を覆っ
ていない。さらに、凸部７５は、フレキシャ２８の固定部５５における上面５２をＺ方向
（略Ｚ方向）に部分的に覆う。なお、凸部７５は、ロードビーム２７の上面４２とフレキ
シャ２８の固定部５５における上面５２との両方をＺ方向に部分的に覆っても良い。
【０１１４】
　＋Ｘ方向（Ｘ方向）において、レーザユニット３２及び凸部７５の長さの合計は、固定
部９５と、第１の挿通孔９１の縁９１ａと、の間の距離よりも短い。縁９１ａは、－Ｘ方
向における第１の挿通孔９１の端に位置し、略Ｙ方向に延びている。なお、凸部７５の突
出方向と、第１の挿通孔９１の寸法とは、この例に限られず、第２乃至第３の実施形態の
ような種々の態様で設計され得る。また、第４の実施形態のＨＤＤ１０は、凸部７５の代
わりに、第３の実施形態の制限部材８１を有しても良い。
【０１１５】
　第４の実施形態において、例えば、ＨＤＤ１０に衝撃が作用し、タング５６ａとヘッド
ユニット２９とが、ロードビーム２７の下面４１及びディンプル４３から離間することが
ある。ヘッドユニット２９の磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離まで離間した場合
に、凸部７５がフレキシャ２８の固定部９５における上面５２に当接する。これにより、
凸部７５は、磁気ヘッド３１が下面４１から上記所定の距離を越えて離間することを制限
する。上記所定の距離は、第１の距離の一例である。
【０１１６】
　以上説明された第４の実施形態のＨＤＤ１０において、フレキシャ２８は、ロードビー
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ム２７に固定された固定部９５と、固定部９５に接続されるとともに固定部９５に対して
弾性的に移動可能なジンバル５６と、を有する。凸部７５は、固定部９５における上面５
２を部分的に覆い、磁気ヘッド３１が下面４１から所定の距離まで離間した場合に固定部
９５における上面５２に当接することで磁気ヘッド３１が下面４１から上記所定の距離を
越えて離間することを制限する。すなわち、凸部７５は、フレキシャ２８のうち、ロード
ビーム２７に固定された部分に当接して支持される。これにより、凸部７５は、例えばフ
レキシャ２８のジンバル５６に支持される場合に比べ、磁気ヘッド３１が下面４１から所
定の距離よりも大きく離間することをより確実に抑制できる。
【０１１７】
　以上説明された複数の実施形態において、第１の制限部の一例である凸部７５及び制限
部材８１は、レーザユニット３２に設けられた。しかし、第１の制限部は、磁気ヘッド３
１のような、ヘッドユニット２９の他の部分に設けられても良い。例えば、制限部材８１
が、磁気ヘッド３１に取り付けられても良い。
【０１１８】
　以上説明された実施形態は、以下の技術的思想を含む。
［１］磁気ヘッドに取り付けられた加熱装置に、ロードビームの第１の面と当該第１の面
の反対側の第２の面とに開口する孔を通過させることと、
　前記前記磁気ヘッドを、前記加熱装置から前記第１の面に沿って凸部が突出する方向に
移動させることと、
　前記凸部が前記第２の面を部分的に覆う位置で、前記磁気ヘッドをフレキシャに取り付
けることと、
　を具備するディスク装置の製造方法。
［２］加熱装置に、ロードビームの第１の面と当該第１の面の反対側の第２の面とに開口
する孔を通過させることと、
　前記加熱装置から前記第１の面に沿って突出する凸部が前記第２の面を部分的に覆う位
置で、前記加熱装置を磁気ヘッドに取り付けることと、
　を具備するディスク装置の製造方法。
［３］加熱装置に、ロードビームの第１の面と当該第１の面の反対側の第２の面とに開口
する孔を通過させることと、
　前記加熱装置に、前記第２の面を部分的に覆うように制限部材を取り付けることと、
　を具備するディスク装置の製造方法。
【０１１９】
　以上説明された少なくとも一つの実施形態によれば、磁気ディスクを加熱する加熱装置
が、磁気ヘッドに取り付けられる。これにより、磁気ヘッドを含むヘッドユニットが重く
なり、ディスク装置に作用する衝撃によってヘッドユニットが第１の面から離間するよう
に振動しやすくなる。しかし、本実施形態では、第１の制限部がヘッドユニットに設けら
れる。第１の制限部は、磁気ヘッドが第１の面から第１の距離まで離間した場合に、ロー
ドビーム及びフレキシャのうち少なくとも一方に当接することで磁気ヘッドが第１の面か
ら第１の距離を越えて離間することを制限する。すなわち、加熱装置の質量が付加されて
振動しやすくなったヘッドユニットに、第１の距離を越える振動を制限する第１の制限部
が設けられる。これにより、加熱装置が搭載される熱アシスト記録（ＨＡＭＲ）方式のデ
ィスク装置において、磁気ヘッドが第１の面から所定の第１の距離よりも大きく離間する
ことが抑制される。従って、例えば、磁気ヘッドが、当該磁気ヘッドに対向する他の磁気
ヘッドに衝突することが抑制され、ディスク装置の耐衝撃性が向上する。
【０１２０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
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【符号の説明】
【０１２１】
　１０…ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、１２…磁気ディスク、２１…キャリッジ、
２７…ロードビーム、２８…フレキシャ、２９…ヘッドユニット、３１…磁気ヘッド、３
１ａ…第１の端部、３１ｂ…第２の端部、３２…レーザユニット、３２ａ…基部、４１…
下面、４２…上面、４５…第１の挿通孔、５２…上面、５５…固定部、５６…ジンバル、
５７…タブ、７１…外殻、７２…光学装置、７５…凸部、８１…制限部材、９１…第１の
挿通孔、９５…固定部、Ｌ…レーザ光。

【図１】 【図２】
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